
俊敏性に優れたデジタルサービスを実現する未来志向のプラットフォーム基盤

製品概要

インテル® Xeon®  
スケーラブル・プラットフォーム

デジタルの世界を一新
進化を続けるデジタルの世界では、ビジネス、産業、科学、エンターテインメントの各分野で革新
的なテクノロジー ・トレンドが生まれており、世界経済への影響力も増しています。 2020 年時点
の Global 2000 企業の約半数にとって、デジタルによって機能強化された製品、サービス、体験
を生み出すことができるかどうかが、ビジネス成功のカギとなることが予想されます。1 大手企業
は、導入するテクノロジーや利用モデルを発展させることで、自社のデジタル収益を 80% 増やせ
ると見込んでいます。2

こうした世界的な変革により、柔軟性の高いコンピューティング、ネットワーキング、ストレージ
に対する需要が急速に拡大しています。 今後のワークロードには、即応性と幅広いパフォーマン
ス要件に応じてシームレスに拡張できるインフラストラクチャーが不可欠です。 生み出されるデー
タ / 消費されるデータの急増、クラウド規模のコンピューティングの急速な拡大、5G ネットワー
クの台頭、 ハイパフォーマンス・コンピューティング （HPC） と人工知能（AI） の用途拡大などを
考えると、現在のデータセンターやネットワークを今すぐ進化させなければ、競争の激しい業界
において遅れをとってしまうことは必然です。 このようなニーズが、柔軟性を素早く発揮してスケー
リングを実現できる、将来に対応した最新のデータセンターやネットワークのアーキテクチャー
を推し進めています。

インテル® Xeon® スケーラブル・プラットフォームは、パワフルなデータセンター ・プラットフォー
ムの基盤として、俊敏性と拡張性を飛躍的に向上させます。 既存の価値基準を一新する設計を持
つ、この革新的なプロセッサーは、コンピューティング、ストレージ、メモリー、ネットワーク、セキュ
リティーにおいて新たなレベルのプラットフォーム・コンバージェンスと機能を実現します。 企業
やクラウド / 通信サービス・プロバイダーは、機能が豊富で汎用性の高いプラットフォームを利
用することで、意欲的なデジタル・イニシアチブの推進が可能になります。

効率性の向上と TCO の削減

エンタープライズ・アプリケーションから科学技術計算アプリケーションまで、あらゆるインフラ
ストラクチャーを対象とするインテル® Xeon® スケーラブル・プラットフォームは、データセンター
を最新化して運用効率を高めることを目的に設計されており、総保有コスト （TCO） の削減やユー
ザーの生産性向上にもつながります。 インテル® Xeon® スケーラブル・プラットフォームをベー
スに構築されたシステムは俊敏性に優れたサービスを提供し、ソフトウェア /OS ライセンス登録
料や取得 / メンテナンス / インフラストラクチャー費用の削減により、TCO を最大 65%4 削減で
きるよう設計されています。
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エンタープライズ環境における仮想化は、 10 年間で着実に増えてい
ます。 大半の組織は何らかの形で仮想化を利用しており、 データセン
ターでも、サーバーに仮想マシン （VM） を実行させるニーズが高まっ
ています。 インテル® Xeon® スケーラブル ・ プラットフォームを利用す
れば、旧世代に比べてサーバー当たり 4.2 倍 5 以上の VM を使用でき、
より少ないハードウェアでより多くのサービスを統合できるようにな
ります。
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インテル® Xeon® スケーラブル・プラットフォームを 4 年前のインテル® Xeon® プロセッサー搭載システムおよび前世代のシステムと比較すると、 最新世代の
インテル® プロセッサーの方が、エンタープライズ、クラウド、通信、HPC のパフォーマンスと機能が向上します。 5,8,9,10,11,12,22,24

インテル® Xeon® スケーラブル・プラットフォームなら、サー
バー当たりの統合 VM 数が増えるため、サーバー当たりの
コストを減らし、提供サービス数を増やすことができます。
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汎用性の高い革新的なパフォーマンス

インテル® Xeon® スケーラブル・プラットフォームは、新しいインテル® メッシュ ・アーキテクチャー、幅広いリソース、ハードウェア・アクセラレー
ション、新たに統合されたテクノロジーにより、一貫性と汎用性の高い革新的なパフォーマンスを実現します。

基本的な機能強化

•	� コア当たりパフォーマンスの向上：最大 28 個のコアが高いパフォー
マンスと拡張性を提供し、コンピューティング、ストレージ、ネットワー
クなどの各種用途で演算負荷の高いワークロードに対応します。

•	� メモリー帯域幅 / 容量の増加：メモリーの帯域幅と容量が 50% 増
加しました。 メモリーチャネル数が旧世代の 4 から 6 に増えており、
メモリー負荷の高いワークロードに対応します。

•	� I/O の拡張：48 レーンの PCIe* 3.0 の帯域幅とスループットにより、I/
O 負荷の高いワークロードに対応します。

•	� インテル® ウルトラ・パス・インターコネクト （インテル® UPI）：最大
3 つのインテル® UPI チャネルにより、旧世代（インテル® QuickPath
インターコネクト使用） に比べてプラットフォームの拡張性を8ソケッ
トにまで高めると同時に、 CPU 間の帯域幅を向上させることで、 I/O
負荷の高いワークロードに対応します。3 インテル® UPI は、スループッ
トの向上と電力効率との優れたバランスを実現します。

•	� インテル® アドバンスト・ベクトル・エクステンション 512（インテル® 
AVX-512）：インテル® AVX-512 では、旧世代のインテル® AVX2 と

比べてクロックサイクル当たりの FLOPS が倍増しており 6、各種アプ
リケーション （モデリングとシミュレーション、 データ分析とマシン
ラーニング、 データ圧縮、 仮想化、 デジタルコンテンツ作成など） に
おける高負荷の演算タスクに対応できるようパフォーマンスとスルー
プットが向上しています。

•	� 妥協のないセキュリティー：暗号化のオーバーヘッドがゼロに近い
ため 7、あらゆるセキュア・データ・トランザクションでより高いパフォー
マンスが実現されます。

革新的な統合

初めてのプラットフォーム統合により、 インフラストラクチャー全体で
パフォーマンスとレイテンシーが向上しています。

•	� インテル® Omni-Path アーキテクチャー（インテル® OPA）ホスト・
ファブリック・インターフェイス：高帯域幅で低レイテンシーのエン
ドツーエンド・ファブリックにより、パフォーマンスが最適化されます。
また、専用のホスト・ファブリック・インターフェイス・カードが不要な
ため、 HPC クラスターの導入が容易になります。 CPU パッケージに
統合されています。

インテル® Xeon® スケーラブル ・ プラットフォームのインテル® 
メッシュ ・ アーキテクチャー（最大 28 コア） では、 L3 キャッ
シュ（LLC）、 6 つのメモリーチャネル、 48 の PCIe* チャネルが
すべてのコア間で共有されます。 このため、ダイ全体で大容量
リソースにアクセスでき、 仮想化などの各種導入環境でのパ
フォーマンスを犠牲にすることなく動的拡張性を実現できます。
各 VM は容易に拡張でき、 必要なすべての共有オンボードリ
ソースにフルアクセスできます。

多様なワークロードに対して一貫したパフォーマンスを実現するインテル ® Xeon® プロセッサー

課 題 インテル® Xeon® スケーラブル・プラットフォームの利点

互換性のある仮想インフラストラクチャーで 
複雑性を最小限に抑制

短期間で導入可能。インテルのVMは他の 
インテル® テクノロジー対応サーバーと共存可能。

厳しい顧客SLAに対応 迅速な応答時間。

ベクトル/浮動小数点演算のパフォーマンスと 
効率性を最大限に向上

少ないサーバー数で高いパフォーマンスを実現。

的確なストレージ応答を実現
的確なパフォーマンス。コア、キャッシュ、メモリー、I/Oを 
1つのダイに搭載。

多様なサービスを効率的に提供
アプリケーション、制御、パケット、信号処理に 
必要な機能を搭載したプラットフォームにより、 
優れた効率性とハードウェア・アクセラレーションを実現。
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•	� インテル® QuickAssist テクノロジー（インテル® QAT）：チップセッ
ト ・ ベースのハードウェア ・ アクセラレーションにより、 増え続ける
圧縮や暗号化のワークロードに対応して優れた効率性を実現すると
同時に、サーバー / ストレージ / ネットワーク・インフラストラクチャー
全体でデータ伝送とデータ保護が強化されます。

•	� インテル® イーサネット （スケーラブル iWARP* RDMA* 採用）：
最大 4 つの 10Gbps 高速イーサネット・ポートにより、高いデータ・ス
ループットと低レイテンシーのワークロードに対応します。 ソフトウェ
ア・デファインド・ストレージ・ソリューション、 NVM Express* over 
Fabric ソリューション、 仮想マシンの移行に最適です。 チップセット
に統合されています。

業界最先端のストレージのサポート

ストレージのイノベーションにより、 データを多用するワークロードの
効率性とパフォーマンスを大幅に高めることができます。

•	� インテル® Optane™ Solid-State Drive （SSD） とインテル® 3D 
NAND SSD のサポート：業界最先端の高スループット、 低レイテン
シー、 高 QoS、 高耐久性を兼ね備えることで、データアクセスのボト
ルネックを解消します。

•	� 次世代型ストレージを安心して導入できるインテル® ボリューム・
マネジメント・デバイス （インテル® VMD）：システムをシャットダウン
せずに PCIe バスから NVMe SSD をホットスワップすることができま
す。 また、 標準化された LED 管理により、 SSD のステータスをより迅
速に識別できます。 この共通化により、NVMe SSD にエンタープライ
ズ・クラスの信頼性、 可用性、 保守性（RAS） がもたらされるため、 次
世代型ストレージを安心して導入することが可能になります。

•	� インテル® インテリジェント・ストレージ・アクセラレーション・ライ
ブラリー（インテル® ISA-L）：暗号化などのストレージ操作を最適化
し、ストレージのパフォーマンスを向上させます。

	 -	� インテル® AVX-512 を使用して、SHA アルゴリズムの暗号ハッシュ
処理を最大 3.1 倍高速化します。14

	 -	� AES-128-GCM では、アルゴリズムを最大 1.2 倍高速化します。14

	 -	� インテル® AVX-512 を使用して、 Reed Solomon Erasure Code
のパフォーマンスを最大 2 倍高速化します。14

パフォーマンスと拡張性を一層高める補完製品

インテルでは、この新しいプロセッサーを補完する幅広いハードウェア /
ソフトウェア・ポートフォリオを提供しています。

•	� インテル® Xeon Phi ™ プロセッサーは、 マシンラーニングのトレー
ニング、 シミュレーション、 仮想化といった高度に並列化されたアプ
リケーションの基盤として最適です。

•	� インテル® FPGA は、 プログラマブル・ハードウェアの採用による高
い柔軟性とともに、 効率性の高いアクセラレーション 15 を実現する
点で、仮想スイッチング、ネットワーク・サービス、データ分析、AI など
の低レイテンシー ・アプリケーションに適しています。

•	� 汎用的で高度に並列化されたコンピューティングに適した幅広いソ
フトウェア・ツールとライブラリーを利用して、インテル® アーキテク
チャー向けにアプリケーションを最適化できます。

プラットフォームの信頼性の強化

データ・セキュリティーとプライバシーに関する問題や調査を扱うこと
の多い企業にとって、データやプラットフォームの信頼性と保護は重要
です。 インテル® Xeon® スケーラブル・プラットフォームを利用すれば、
プラットフォームのデータ保護、耐障害性、稼動時間に優れた、信頼性
の高いインフラストラクチャーを構築できます。

あらゆるワークロードでデータ保護と信頼性を向上

•	� 機能強化されたインテル® Run Sure テクノロジー：新たな機能強化
により、社内の大半の基幹業務ワークロードで信頼性、可用性、保守
性（RAS） が高まります。 ハードウェア支援型の機能（機能強化され
た MCA とリカバリー、 適応性の高いマルチデバイス・エラー修正な
ど） を利用すれば、以前は致命的とされていたエラーを診断して復旧
することができます。 さらに、メモリー ・サブシステム内のデータの完
全性の確保にも役立ちます。

•	� インテル® QAT とインテル ® プラットフォーム・トラスト・テクノロジー
（インテル® PTT）採用のインテル ® キー ・プロテクション・テクノロ
ジー（インテル® KPT）：保管時でも使用時でも機内でも、キーやデー
タを効率的に保護するためのハードウェア強化型のプラットフォーム・
セキュリティーを提供します。

•	� ワンタッチ・アクティベーション採用のインテル® トラステッド・エグ
ゼキューション・テクノロジー（インテル® TXT）：プラットフォーム・
セキュリティーを機能しながら、インテル® TXT を簡単かつ高い拡張
性で導入することができます。

データセンターを流れるワークロードのデータ量はますます増えて
います。 このハードウェア強化型機能の統合スイートを利用すれば、
データ / プラットフォーム・レベルの保護メカニズムが向上し、エンター
プライズ環境やクラウド環境におけるサービスの信頼性が高まります。
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動的かつ効率性の高いサービス提供

インテル® Xeon® スケーラブル ・ プラットフォームでは、 コンピュー
ティング、 メモリー、 ネットワーク、 ストレージのパフォーマンスがまと
めて強化され、最適なソフトウェア・エコシステムと組み合わされます。
そのため、 ワークロードのニーズに基づいてオンプレミス / ネットワー
ク経由 / パブリッククラウドでリソースの動的セルフプロビジョニング
を行う、完全に仮想化されたソフトウェア・デファインド・データセンター
に最適なプラットフォームとなっています。

俊敏性に優れたデータセンターを実現する 
パワフルなツールとテクノロジー

•	� インテル® VT-x の新機能：
	 –	�モバイルベースの実行制御（MBE） の仮想化：ハイパーバイザーが

高い信頼性でカーネル・レベル・コードの完全性を検証および適用
できるようにすることで、仮想化環境におけるマルウェア攻撃から
の保護レベルを高めます。

	 –	�タイムスタンプ・カウンター ・スケーリング （TSC） の仮想化：異な
る基本周波数で動作する CPU 間を仮想マシンが移動可能にする
ことで、ハイブリッド・クラウド環境のワークロードを最適化します。

•	� インテル® ノード・マネージャー 4.0： IT 部門がデータセンター内の
給電 / 冷却 / 演算リソースをインテリジェントに管理できるようにし
ます。 これにより効率性が最大限に高まると同時に、コストのかかる
オーバーヒートの可能性が低減します。

データ量の多いハイブリッド・クラウド環境に適した 
パワフルで高機能なプラットフォーム
多くの企業は、ビジネス・イニシアチブを形作る洞察を迅速に得られる
ように、自社に送信されてくる大量のデータストリームから価値を引き
出したいと考えます。 予測分析、 マシンラーニング、 HPC など、 社内に
従来からあるアプリケーションでも新しいアプリケーションでも、高度
な演算機能や大容量の階層型データストレージのレベルを一層高める
必要があります。 現在、包括的なコンバージド手法を用いた最新のデー
タセンターが設計されています。 この手法を用いると、自己管理型のハ
イブリッド・データセンターへの移行をシームレスかつスケーラブルに
実現できると同時に、新しいサービスを柔軟に提供し、現在のインフラ
ストラクチャー資産全体の TCO を向上することができます。

一方、基幹業務のワークロード （OLTP、ウェブ・インフラストラクチャー
など） を扱う組織では、TCO 削減とともにインフラストラクチャーのパ
フォーマンス強化が求められています。

インテル® Xeon® スケーラブル・プラットフォームは、データ量の多い
ハイブリッド・クラウド時代に対応する未来型のプラットフォームを通
して、次世代のエンタープライズ機能を企業に提供します。 また、ランタ
イム・ワークロードにおける 1 秒当たりの要求数を最大 58% 増やして、
日常的なオペレーションを改善することもできます。16 この汎用性に優
れたプラットフォームなら、演算処理が多くレイテンシーに敏感なアプ
リケーションでも、演算性能、メモリー処理、I/O 処理を飛躍的に向上
させることができます。 ストレージ / キャッシング / メモリー内の大量
のデータを管理する革新的なインテル® SSD データセンター ・ファミ
リーと組み合わせると、インテル® Xeon® スケーラブル・プラットフォー
ムをベースに構築されたプラットフォームは、データとクラウドの時代
に特有の集中的な需要にも対応できます。

インテル® Xeon® スケーラブル・プラットフォームには、さまざまなワー
クロード要件に合わせたパッケージング・オプションが幅広く揃ってお
り、コンピューティング、ストレージ、ネットワーキングなどの用途に合
わせて効率性の高い仮想インフラストラクチャーを導入できるよう設
計されています。

企業のイノベーションに適した特長

•	� 最大28の高性能コア、6つのメモリーチャネル、48レーンの PCIe 3.0

•	� 最大 3 つのインテル® UPI チャネル

•	� インテル® Optane™ SSD とインテル® 3D NAND SSD のサポート

•	� 機能強化されたインテル® Run Sure テクノロジー

クラウド向けに最適化された 5G 対応ネットワークと 
次世代の仮想ネットワークに対応する 
次世代型プラットフォーム
来たる 5G の時代には、ワイヤレス・ネットワークでも有線ネットワーク
でも、コンシューマー向けサービス、企業向けサービス、メディア・アプ
リケーションから成る全く新しいエコシステムとクラスが実現されるで
しょう。 新しい IoT、仮想コンピューティング、分析によって促進される、
このように多彩なデータを扱う革新的なユースケースは、通信サービス・
プロバイダーにとって収益アップの大きなチャンスとなります。

目的に応じて構築された固定機能のインフラストラクチャーから新世
代のオープン・ネットワークに移行することは、5G 時代を迎えるにあたっ
て、最初に行うべき重要なステップです。 ネットワーク機能仮想化（NFV）
を用いたソフトウェア・デファインド・ネットワークなら、通信サービス・
プロバイダーとその顧客である企業の両方が新しいサービスの機会を
得て、運用効率を高めることができます。 柔軟で最適化された業界標準
のサーバーと、オーケストレーションされた仮想ネットワーク機能を用
いると、未来型のインフラストラクチャーで革新的なサービスを簡単か
つ効率的に提供できるようになります。

このような分散型の通信ネットワークは、 ネットワーク・コアからエッ
ジまで、 増え続けるデータ量と多様なネットワーキング・ワークロード
において非常に高いレベルの拡張性、俊敏性、プログラマビリティーを
実現します。

インテル® Xeon® スケーラブル・プラットフォームは、 クラウド向けに
最適化された仮想型の 5G 対応ネットワークを構築するための、次世代
プラットフォームの土台となります。 また、新しいアプリケーションの需
要や、主要ワークロード （アプリケーションとサービス、コントロール・
プレーン処理、 ハイパフォーマンス・パケット処理、 信号処理など） の
コンバージェンスを処理できるように容易に拡張および適合できるアー
キテクチャーも備えています。 この新しいプロセッサーは、 クラウド経
済と連携し、自動性と応答性が高く、5G によって実現される新しい / 機
能強化されたサービスを迅速かつ安全に提供できる俊敏性に優れた
ネットワークの基盤となります。
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通信サービス・プロバイダーのイノベーションに適した特長

•	� インテル® QAT を使用した暗号化および圧縮のハードウェア・アクセ
ラレーション

•	� インテル® イーサネット

•	� 通信インフラストラクチャーの汎用性を最大限に高めるインテル® 
FPGA

•	� インテル® QAT とインテル® PTT 採用のインテル® KPT

•	� ワンタッチ・アクティベーション採用のインテル® TXT

通信サービス・プロバイダー向けに最適化された追加リソース

オープンソースのデータプレーン開発キット （DPDK） を利用すれば、
インテル® アーキテクチャー上で通信オペレーションを最適化できます。
DPDK は、プロセッサーのコア数の増加と性能アップに応じてパフォー
マンスを拡張できることが実証されています。 ベクトルパケット処理
（VPP）IPSec などのワークロードは、この拡張パフォーマンスからメリッ
トを得ることができます。 さらに、これらのライブラリーには、新しいプ
ロセッサー機能（インテル ® AVX-512、メモリーや I/O の機能強化など）
がこの新機能を利用できるよう、 事前に最適化されたメカニズムが備
わっています。 そのため、直接的な開発の労力をそれほど注ぎ込むこと
なく、パケット処理のパフォーマンスを向上できます。

イ ン テ ル は、 5G 時 代 の ネ ッ ト ワ ー ク 進 化 に 最 適 な プ ロ グ ラ ム
（インテル® ネットワーク・ビルダーズ・ユニバーシティーなど） を提供
しています。 これらのプログラムが提供するソリューション・ガイダン
スやトレーニングを利用すれば、通信サービス・プロバイダーは自信を
持ってネットワーク変革イニシアチブを進めることができます。

HPC とハイパフォーマンス・データ分析の 
飛躍的イノベーション
今日の科学的発見は、 革新的なアルゴリズム、 新しいデータソースと
データ量、コンピューティングとストレージの進化に支えられています。
データ量の急増と多様なデータに対応する HPC クラスターは、進化を
続けるハイパフォーマンス・データ分析（HPDA）ワークロードの実行
エンジンでもあり、 ビジネスや人知に関する素晴らしい発見や洞察を
導き出します。 マシンラーニング、ディープラーニング、AI は、自律シス
テムや自動運転車両などの次世代アプリケーションを駆動するために、
膨大なデータを対象とした大規模演算機能を集約させたものです。

インテル® Xeon® スケーラブル・プラットフォームは AI 用の共通プラッ
トフォームとして、 推論とトレーニングのどちらでも高いスループット
を実現します。 4 年前のシステムに比べて、推論のスループットは最大
18 倍 20、トレーニングのスループットは最大 19 倍 21 にもなります。

HPC はもはや、大規模な科学研究機関だけが利用するものではありま
せん。 一般企業も HPC の演算サイクルをますます多用する傾向にあり、
世界最大級の HPC クラスターのいくつかは、民間の石油 / ガス会社で
運用されていますし、オーダーメード医療の研究では、患者固有の治療
計画に HPC が活用されています。 新しい HPC 環境は、 従来にない用
途に適した革新的なコンバージド・アーキテクチャーを採用しており、
シミュレーション、AI、仮想化、分析を 1 つのスーパーコンピューターで
実行することができます。

インテル® Xeon® スケーラブル・プラットフォーム、DPDK、インテル® QATでネットワーク・トラフィックを高速化

2.5

2

1.5

1

0.5

0
DPDKのL3パケット転送

（Gbps）

前世代

インテル® Xeon® スケーラブル・プラットフォーム

IPSec
（Gbps）

SSLウェブプロキシー
（Gbps）

DPDK最適化17：
大容量のL2キャッシュと帯域
幅の均衡化が向上した新しい
キャッシュ階層を利用して、
データ、オーディオ、ビデオの

増加に対応します。

IPSec18：
高速暗号化と圧縮/圧縮解除により、

データの認証、完全性、機密性を
実現します。

SSLウェブプロキシー19：
データの暗号化/復号処理を

高速化して、セキュアな
データ伝送を実現します。

1.77倍

2.5倍 2.4倍

値が大きいほど高性能

データプレーン開発キット （DPDK） およびインテル® QAT と組み合わされたこの新しいプロセッサーなら、ネットワークのパフォーマンスを向上できるため、 
サービス・プロバイダーは、より多くのトラフィックに対応してサービスと収益を成長させ、来るべき 5G 時代に備えることができます。
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HPC プラットフォーム （最小のクラスターから最大のスーパーコン
ピューターまで） には、コンピューティング、メモリー、ストレージ、ネッ
トワークのバランスが重要です。 インテル® Xeon® スケーラブル ・ プ
ラットフォームは、非常に高い拡張性を備え（数万コアまで）、こうした
バランスを実現するよう設計されています。 コア数の増加やメッシュ ・
アーキテクチャーから、 新たに統合されたテクノロジー、 インテル® 
Optane™ メモリー / ストレージデバイスのサポートまで、 数々の特長
を持つインテル® Xeon® スケーラブル・プラットフォームは、 リソース
の交点でボトルネックを発生させることなく、コンピューティング、メモ
リー、 ストレージ、 ネットワーク全体のパフォーマンスを最大限に高め
るという、HPC の究極の目標を叶えます。

インテル® Omni-Path アーキテクチャー（エンドツーエンドのハイパ
フォーマンス・ファブリック） をインテル® Xeon® スケーラブル・プラッ
トフォームに統合したことにより、 パフォーマンスの向上と同時に、 分
散型の並列コンピューティング・クラスターに拡張することが可能にな
りました。 最大 32 ノードまでの、ほぼリニアなスケーリング により、イン
ターコネクトに抑制されない大規模な HPC ソリューションの構築が可
能です。 さらに、 インテル® Xeon® スケーラブル・プラットフォームは、
科学研究や金融サービスの分野で用いられる 13 の一般的な HPC ワー
クロードで、 全体的なパフォーマンスを旧世代のインテル® Xeon® プ
ロセッサーの 1.63 倍向上させています。23 インテル® Xeon® スケーラ
ブル・プラットフォームとインテル® Omni-Path アーキテクチャーなら、
さまざまなデータセンターで、 新たな発見や高度に並列化されたワー
クロード向けの高速ソリューションを実現できます。

HPC のイノベーションに適した特長

•	� インテル® ウルトラ・パス・インターコネクト

•	� インテル® アドバンスド・ベクトル・エクステンション 512

•	� インテル® Omni-Path アーキテクチャー ・ホスト・ファブリック・イン
ターフェイス

•	� インテル® Optane™ SSD とインテル® 3D NAND SSD のサポート

HPC、HPDA、AI 向けのその他のテクノロジー

•	� メニー ・インテグレーテッド・コア （MIC）アーキテクチャーを採用し
たブート可能なインテル® Xeon Phi™ プロセッサー 7200 シリーズ
は、マシンラーニングのトレーニング、シミュレーション、仮想化といっ
た高度に並列化されたアプリケーションの基盤として最適です。

•	� 幅広い高生産性ソフトウェア・ツール、 最適化されたライブラリー、
基本的なビルディング・ブロック、高度に並列化された汎用コンピュー
ティング向けの柔軟なフレームワークは、ワークフローの簡素化に役
立ち、 HPC や AI 向けの IA 機能を最大化するコードを開発者が作成
できるよう支援します。

•	� IA 対応の一般的なディープラーニング ・ フレームワーク （Neon*、
Caffe*、 Theano*、 Torch*、 TensorFlow* など） に合わせた最適化
により、データ・サイエンティストにとっての価値とパフォーマンスが
高まります。

•	� インテル ® Parallel Studio XE 2017 には、 IA 上でのディープラー
ニング・フレームワークを高速化するディープ・ニューラル・ネットワー
ク向けインテル ® マス ・ カーネル ・ ライブラリー（インテル® MKL-
DNN） や、ビッグデータ分析を高速化するインテル® データ・アナリティ
クス・アクセラレーション・ライブラリー（インテル® DAAL） などのパ
フォーマンス・ライブラリーが含まれています。

HPC 向けに最適化されたリソース

インテル® モダン・コード・デベロッパー ・プログラムでは、エクサスケー
ル時代でも引き続き HPC を用いた発見を進められるよう、ベクトル演
算、メモリー / データレイアウト、マルチスレッディング、マルチノード・
プログラミングなどの技法に関するコード最新化のテクニカルセッ
ション （オンライン、対面式） を開発者やデータ・サイエンティストが気
軽に利用できるようにしています。

13 の一般的な HPC ワークロードで、インテル® Xeon® スケーラブル・プラットフォームがパフォーマンスを向上させています。

3.0
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0
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製 造地球システム
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インテル ® Xeon® スケーラブル・プラットフォーム一覧
インテル® Xeon® スケーラブル・プラットフォームには、 最も高性能なインテル® Xeon® Platinum 8100 プロセッサーからエントリーレベルの
インテル® Xeon® Bronze 3100 プロセッサーまで、データセンターのさまざまなワークロードに応じた幅広いパフォーマンス / 拡張性 / 機能オプ
ションが揃っています。

最高のパフォーマンス、最高の拡張性、最高のビジネス俊敏性

インテル® Xeon®  
Platinum 8100  
プロセッサー

•	 ミッション・クリティカルなリアルタイム分析、マシンラーニング、人工知能のワークロードに最適

•	 汎用コンピューティングやハイブリッド・クラウド環境のワークロードに最適な最高のパフォーマ
ンス

•	 非常に厳しいストレージ/ネットワーキング・ワークロードに対応する最高のパフォーマンス

•	 最高のメモリー帯域幅とソケット拡張性（2、4、8-way以上）

優れたパフォーマンス、高速メモリー、追加のインターコネクト/アクセラレーター・エンジン

インテル® Xeon®  
Gold 6100  
プロセッサー

•	 汎用コンピューティングのワークロードに最適な、大幅なパフォーマンス向上

•	 厳しいストレージ/ネットワーキング・ワークロードに対応する大幅な向上

•	 最高のメモリー速度、最高のメモリー容量、機能強化されたインテル® AVX-512

•	 機能強化された2～4-wayの拡張性とパフォーマンス

高パフォーマンス、高信頼性

インテル® Xeon®  
Gold 5100  
プロセッサー

•	 演算処理の多いワークロード向けにパフォーマンスを向上

•	 手ごろな価格ながら、高いRASと4-wayの拡張性

•	 広範囲のワークロードに適応

低消費電力で効率的なパフォーマンス

インテル® Xeon®  
Silver 4100  
プロセッサー

•	 堅実な演算機能（ハイパースレッディング、ターボブースト）

•	 メモリー速度と電力効率を向上

•	 中範囲のワークロードに適応

エントリーレベルのパフォーマンス、ハードウェア支援型のセキュリティー

インテル® Xeon®  
Bronze 3100  
プロセッサー

•	 手ごろな価格でエントリーレベルの2-wayにより、小範囲のワークロードをサポート

•	 インテル® Xeon® プロセッサー E3ファミリーに比べて信頼性に優れたアップグレード
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各ファミリーの特長

インテル® Xeon® 
Bronze プロセッサー

（3100シリーズ）

インテル® Xeon® 
Silver プロセッサー

（4100シリーズ）

インテル® Xeon® 
Gold プロセッサー

（5100シリーズ）

インテル® Xeon® 
Gold プロセッサー

（6100シリーズ）

インテル® Xeon® 
Platinum プロセッサー 

（8100シリーズ）

汎用性の高いパフォーマンスとセキュリティー

サポートされる最大コア数 8 コア 12 コア 14 コア 22 コア 28 コア

サポートされる最大周波数 1.70 GHz  
(8C/85W)

2.20 GHz
(10C/85W)

3.60 GHz 
(4C/105W)

3.40 GHz 
(6C/115W)

3.60 GHz 
(4C/105W)

サポートされるCPUソケット数 最大 2 最大 2 最大 4 最大 4 最大 8

インテル® ウルトラ・パス・インターコネクト 
（インテル® UPI） 2 2 2 3 3

インテル® UPIの速度 9.6 GT/s 9.6 GT/s 10.4 GT/s 10.4 GT/s 10.4 GT/s

インテル® アドバンスト・ベクトル・ 
エクステンション512 
（インテル® AVX-512）

1 FMA 1 FMA 1 FMA 2 FMA 2 FMA

サポートされるメモリー速度（DDR4） 2133 MHz 2400 MHz 2400 MHz 2666 MHz 2666 MHz

サポートされる最大メモリー容量 
（1ソケット当たり） 768 GB 768 GB 768 GB 768 GB / 1.5 TB 768 GB / 1.5 TB

インテル® Omni-Path アーキテクチャー 
（別個のPCIe*カード）

インテル® QuickAssist テクノロジー 
（チップセットに統合）

インテル® QuickAssist テクノロジー 
（別個のPCIeカード）

インテル® Optane™ テクノロジー採用 
SSD（3D XPoint™）

インテル® SSDデータセンター・ 
ファミリー（3D NAND）

PCIe 3.0（48レーン）

インテル® QuickData テクノロジー 
（CBDMA）

ノン・トランスペアレント・ブリッジ 
（NTB）

インテル® ターボ・ブースト・ 
テクノロジー2.0

インテル® ハイパースレッディング・ 
テクノロジー

ノード・コントローラーのサポート

インテル® Omni-Path アーキテクチャー 
（統合型）

高信頼性

信頼性、可用性、保守性（RAS）機能 スタンダード スタンダード スタンダード アドバンスト アドバンスト

インテル® Run Sure テクノロジー

俊敏性と効率性

インテル® ボリューム・マネジメント・ 
デバイス（インテル® VMD）

インテル® VT-x

インテル® Speed Shift テクノロジー

インテル® ノード・マネージャー4.0

セキュリティー

モードベースの実行制御

インテル® QAT対応のインテル® キー・ 
プロテクション・テクノロジー 
（インテル® KPT）

インテル® プラットフォーム・トラスト・ 
テクノロジー（インテル® PTT）

ワンタッチ・アクティベーション（OTA） 
対応のインテル® TXT
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インテル® Xeon® スケーラブル・プラットフォーム

SKU ナンバリング

インテル® Xeon® スケーラブル・プラットフォームのプロセッサー番号では、ブランド名とクラスに続けて、パフォーマンス、機能、プロセッサーの世代、
オプションに基づく英数字体系を使用しています。

SKU レベル

8 = Platinum

6、5 = Gold

4 = Silver

3 = Bronze

プロセッサーの世代

1 = 第 1 世代 （Skylake）

プロセッサー SKU 

（例：20、34…）

統合、最適化 
（該当する場合）

F = ファブリック 
T = 高 Tcase / 信頼性の拡張

メモリー容量

サフィックスなし = ソケット 
当たり 768GB

M = ソケット当たり 1.5TB

αα##18

αα##16

αα##15

αα##14

αα##13

インテル® Xeon® Platinum

インテル® Xeon® Gold

インテル® Xeon® Gold

インテル® Xeon® Silver

インテル® Xeon® Bronze

プロセッサー

プロセッサー

プロセッサー

プロセッサー

プロセッサー
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インテル® Xeon® スケーラブル・プラットフォーム SKU

コア当たり最高の性能を実現するよう最適化されたSKU

クラス SKU コア数
基本非AVX速度 

（GHz） TDP（W）

Platinum 8180a 28 2.50 205

Platinum 8168 24 2.70 205

Platinum 8158b 12 3 150

Platinum 8156c 4 3.60 105

Gold 6148 20 2.40 150

Gold 6154 18 3 200

Gold 6150 18 2.70 165

Gold 6142a 16 2.60 150

Gold 6132 14 2.60 140

Gold 6146b 12 3.20 165

Gold 6136b 12 3 150

Gold 6126d 12 2.60 125

Gold 6144b 8 3.50 150

Gold 6134a,b 8 3.20 130

Gold 6128d 6 3.40 115

Gold 5122c 4 3.60 105

電力効率と消費電力当たり性能のバランスを取るよう最適化されたSKU

クラス SKU コア数
基本非AVX速度 

（GHz） TDP（W）

Platinum 8176a 28 2.10 165

Platinum 8170a 26 2.10 165

Platinum 8164 26 2 150

Platinum 8160a 24 2.10 150

Platinum 8153e 16 2 125

Gold 6152 22 2.10 140

Gold 6138 20 2 125

Gold 6140a 18 2.30 140

Gold 6130 16 2.10 125

Gold 5120 14 2.20 105

Gold 5118 12 2.30 105

Gold 5115 10 2.40 85

Silver 4116 12 2.10 85

Silver 4114 10 2.20 85

Silver 4112 4 2.60 85

Silver 4110 8 2.10 85

Silver 4108 8 1.80 85

Bronze 3106 8 1.70 85

Bronze 3104 6 1.70 85
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インテル® Xeon® スケーラブル・プラットフォーム SKU（続き）

耐用期間が長く（10年使用）、NEBS準拠のサーマル仕様を採用したSKU

クラス SKU コア数
基本非AVX速度 

（GHz） TDP（W）

Platinum 8160T 24 2.10 150

Gold 6138T 20 2 125

Gold 6130T 16 2.10 125

Gold 6126Td 12 2.60 125

Gold 5120T 14 2.20 105

Gold 5119T 14 1.90 85

Silver 4116T 12 2.10 85

Silver 4114T 10 2.20 85

Silver 4109T 8 2 70

インテル® Omni-Pathアーキテクチャー・ファブリックを採用したSKU

クラス SKU コア数
基本非AVX速度 

（GHz） TDP（W）

Platinum 8176F 28 2.10 173

Platinum 8160F 24 2.10 160

Gold 6148F 20 2.40 160

Gold 6142F 16 2.60 160

Gold 6138F 20 2 135

Gold 6130F 16 2.10 135

Gold 6126Fd 12 2.60 105

製品名 SKU 10Gb/1Gb 
イーサネット・ポート

圧 縮 暗号化 RSA

インテル® QuickAssistテクノロジー

インテル® C621
チップセット LBG-1G 0/4 N/A N/A N/A

インテル® C622
チップセット LBG-2 2/4 N/A N/A N/A

インテル® C624
チップセット LBG-4 4/4 N/A N/A N/A

インテル® C625
チップセット LBG-E 4/4 20 Gb/s 20 Gb/s 20K Ops/s

インテル® C626
チップセット LBG-M 4/4 40 Gb/s 40 Gb/s 40K Op/s

インテル® C627
チップセット LBG-T 4/4 100 Gb/s 100 Gb/s 100K Ops/s

インテル® C628
チップセット LBG-L 4/4 100 Gb/s 100 Gb/s 100K Ops/s

a	 「M」SKU はソケット当たり 1.5TB をサポート
b	 非デフォルトの 24.75MB キャッシュ
c	 非デフォルトの 16.5MB キャッシュ
d	 非デフォルトの 19.25MB キャッシュ
e	 8-way ビルド互換



13



14

1	� 出典：IDC、http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS41888916

2	� 出典：Gartner Group、http://www.gartner.com/newsroom/id/3142917

3	� より多くの inter-CPU 帯域幅。 インテル ® Xeon® スケーラブル・プロセッサーの 10.4GT/s と、インテル ® Xeon® プロセッサー E5-2600 v4 製品ファミリーの 9.6GT/s との比較。

4	� TCO が 4 年前のシステムに比べて最大 65% 低いという推定例は、VMware ESXi* 仮想統合ワークロードを使用した同等ラックのパフォーマンス比較に基づきます。 インテル® Xeon® プロセッサー 
E5-2690（開発コード名：Sandy Bridge-EP） を搭載した 20 台の 2-way サーバー（VMware ESXi* 6.0 GA 実行、ゲスト OS RHEL6.4 使用） の総コスト $919,362 に比べて、5 基の新しいインテル® 
Xeon® Platinum 8180（Skylake）（VMware ESXi 6.0 U3 GA 実行、ゲスト OS RHEL 6 64ビット使用） の総コストは $320,879（基本購入費を含む） です。 サーバー価格の想定は、現在の OEM リテー
ルが公開している Broadwell ベースのサーバーの価格設定に基づきます（提供されるシステムの実価格に基づいて変わる場合があります）。

総保有コスト（TCO）の推定額 サーバーA：2S インテル® Xeon®  
プロセッサー E5-2690 （2.90GHz、8C、20MB）

サーバーB：2S インテル® Xeon® Platinum 8180  
プロセッサー （2.50GHz、28C、38.5M）

サーバー数 20 5 

サーバー購入費 $273,220 $150,995 

オペレーティング・システム、 
ソフトウェア

OSライセンス $123,100 $30,775 

OSメンテナンス $241,360 $60,340 

ソフトウェア・ライセンス $39,800 $9,950 

ソフトウェア・メンテナンス $51,680 $12,920 

サーバー・メンテナンス $134,080 $33,520 

インフラストラクチャー、 
ユーティリティー

電力および冷却 $42,522 $18,979 

ラック/フロアスペース $12,400 $3,100 

ネットワーキング $1,200 $300 

 合 計 $919,362 $320,879 

5	� VM が最大 4.2 倍以上という記述は、サーバー仮想化統合ワークロードに基づきます。 インテル社内の推定値に基づく。 1 ノード、2 x インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690、Romley-EP、合計メモ
リー 256GB、VMware ESXi* 6.0 GA、ゲスト OS RHEL6.4、glassfish3.1.2.2、postgresql9.2 を使用。 データソース：リクエスト番号：1718、ベンチマーク：サーバー仮想化統合、スコア：377.6（VM
数 21）。 比較対象：1 ノード、2 x インテル® Xeon® Platinum 8180 プロセッサー、Wolf Pass SKX、合計メモリー 768GB、VMware ESXi 6.0 U3 GA、ゲスト OS RHEL 6 64 ビットを使用。 データソー
ス：リクエスト番号：2563、ベンチマーク：サーバー仮想化統合、スコア：1580（VM 数 90）。 値が大きいほど高性能。

6	� インテル® AVX-512 対応のインテル® Xeon® プロセッサー ・スケーラブル・ファミリーと、インテル® AVX2 対応のインテル® Xeon® プロセッサー E5 v4 ファミリーを比較して測定。

7	� BigBench、 暗号化のオーバーヘッドがほぼゼロ：BigBench クエリーランタイム / 秒。 インテルによるテスト。 ベースライン構成：プラットフォーム 8168、 ノード数：1 管理者 + 6 ワーカー、 Intel 
Corporation 構成、モデル S2600WFD、フォームファクター 2U、プロセッサー：インテル® Xeon® Platinum プロセッサー 8168、基本クロック：2.70GHz、ソケット当たりコア数：24、ハイパースレッ
ディング有効、 NUMA モード有効、 RAM 384GB DDR4、 RAM タイプ 12x 32GB DDR4、 OS ドライブ：インテル® SSD DC S3710 シリーズ （800GB、 2.5 インチ SATA 6Gb/s、 20nm、 MLC）、 データ
ドライブ：8x – Seagate Enterprise 2.5 HDD ST2000NX0403 2TB、インテル® SSD DC P3520 シリーズ （2.0TB）、一時ドライブ：DC 3520 2TB、NIC：インテル X722 10GBE – デュアルポート、
Hadoop Cloudera 5.11、ベンチマーク TPCx-BB 1.2、オペレーティング・システム：CentOS Linux リリース 7.3.1611（コア）、HDFS 暗号化オフ。 比較対象：新型：プラットフォーム 8168、ノード数：
1 管理者 + 6 ワーカー、Intel Corporation 構成、モデル S2600WFD、フォームファクター 2U、プロセッサー：インテル® Xeon® Platinum プロセッサー 8168、基本クロック：2.70GHz、ソケット当
たりコア数：24、ハイパースレッディング有効、NUMA モード有効、RAM 384GB DDR4、RAM タイプ 12x 32GB DDR4、OS ドライブ：インテル® SSD DC S3710 シリーズ （800GB、2.5 インチ SATA 
6Gb/s、 20nm、 MLC）、 データドライブ：8x – Seagate Enterprise 2.5 HDD ST2000NX0403 2TB、 インテル® SSD DC P3520 シリーズ （2.0TB）、 一時ドライブ：DC 3520 2TB、 NIC：インテル
X722 10GBE – デュアルポート、Hadoop Cloudera 5.11、ベンチマーク TPCx-BB 1.2、オペレーティング・システム：CentOS Linux リリース 7.3.1611（コア）、HDFS 暗号化オン。

8	� 最大 5 倍という記述は、OLTP ウェアハウスのワークロードに基づきます。 1 ノード、4 x インテル ® Xeon® プロセッサー E7-4870、Emerald Ridge、合計メモリー 512GB、Oracle Linux* 6.4、Oracle 
12c* を使用、 ウェアハウス実行数 800。 データソース：リクエスト番号：56、 ベンチマーク：HammerDB、 スコア：2.46322e+006（値が大きいほど高性能）。 比較対象：1 ノード、 4 x インテル® 
Xeon® Platinum 8180 プロセッサー、 Lightning Ridge SKX、 合計メモリー 768GB、 Red Hat Enterprise Linux* 7.3、 Oracle 12.2.0.1（データベースとグリッドを含む） を使用、 ウェアハウス数
800。 データソース：リクエスト番号：2542、ベンチマーク：HammerDB、スコア：1.2423e+007（値が大きいほど高性能）。

9	� 最大 1.73 倍という記述は、 HammerDB に基づきます。 1 ノード、 4 x インテル® Xeon® プロセッサー E7-8890 v4、 Brickland（Putsburg）、 合計メモリー 1,536GB、 Oracle Linux* 7.1、 Oracle 
12.1.0.2.0（データベースとグリッドを含む） を使用、ウェアハウス数800。 データソース：リクエスト番号：2239、ベンチマーク：HammerDB、スコア：8.17145e+006。 比較対象：1ノード、4 x インテル® 
Xeon® Platinum 8180 プロセッサー、 Lightning Ridge SKX、 合計メモリー 768GB、 Red Hat Enterprise Linux* 7.3、 Oracle 12.2.0.1（データベースとグリッドを含む） を使用、 ウェアハウス数
800。 データソース：リクエスト番号：2542、ベンチマーク：HammerDB、スコア：1.2423e+007。 値が大きいほど高性能。

10	� VM が最大 1.5 倍以上という記述は、仮想化統合ワークロードに基づきます。 1 ノード、2 x インテル® Xeon® プロセッサー E5-2699 v4、Grantley-EP（Wellsburg）、合計メモリー 512GB、VMware 
ESXi* 6.0 アップデート 1、ゲスト VM の RHEL 6 64 ビット OS を使用。 データソース：リクエスト番号：1637、ベンチマーク：サーバー仮想化ワークロード、スコア：1034 @ 58。 比較対象：1 ノード、
2 x インテル® Xeon® Platinum 8180 プロセッサー、Wolf Pass SKX、合計メモリー 768GB、VMware ESXi 6.0 U3 GA、ゲスト VM の RHEL 6 64 ビット OS を使用。 データソース：リクエスト番号：
2563、ベンチマーク：サーバー仮想化ワークロード、スコア：1580 @ 90 VM。 値が大きいほど高性能。

11	� 最大 2.7 倍という記述は、 DPDK L3 パケット転送に基づきます。 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650 2GHz、 8GT/s QPI、 20MB L3 キャッシュ、 Patsburg チップセット （C0 ステッピング）、
Grizzly Pass プラットフォーム （R2216GZBPP）、DDR3 1333MHz、8 x デュアルランク4GB（合計32GB）、ソケット構成当たり4メモリーチャネル、チャネル当たり1DIMM、6 x インテル® 82599デュ
アルポート PCI-Express Gen2 x 8 10Gb イーサネット NIC、1 x インテル® 82599 デュアルポート Gen2 x 8 I/O 拡張モジュール 10Gb イーサネット NIC、BIOS バージョン S5500.86B.01.00.0048、
オペレーティング・システム：Fedora Core 15、カーネルバージョン：2.6.38.4、IxNetwork* 6.0.400.22、DPDK バージョン：FD5_1、スコア：102Gb/s パケット転送、256B。 コアを使用。 比較対象：
Gold 6152：推定値は、次の構成で実施したインテルの社内テストに基づきます。 インテル® Xeon® Gold 6152 プロセッサー 2.10GHz、2 x インテル® FM10420（RRC）Gen デュアルポート 100GbE
イーサネット・コントローラー（100G ビット / カード）、 2 x インテル® XXV710 PCI Express Gen デュアルポート 25GbE イーサネット・コントローラー（2 x 25G/ カード）、 DPDK 17.02。 スコア：
281Gb/s パケット転送、256B パケット。 コア、IO、メモリーを 1 ソケット上で使用。

12	� 最大 1.7 倍という記述は、 DPDK L3 パケット転送に基づきます。 E5-2658 v4 ： 5 x インテル® XL710-QDA2、 DPDK 16.04。 ベンチマーク ： DPDK l3fwd サンプル ・ アプリケーション。 スコア ：
158Gb/s パケット転送、 256B パケット。 コアを使用。 Gold 6152：推定値は、 次の構成で実施したインテルの社内テストに基づきます。 インテル® Xeon® Gold 6152 プロセッサー 2.10GHz、 2 x 
インテル® FM10420（RRC）Gen デュアルポート 100GbE イーサネット・コントローラー（100G ビット / カード）、2 x インテル® XXV710 PCI Express Gen デュアルポート 25GbE イーサネット・コン
トローラー（2 x 25G/ カード）、DPDK 17.02。 スコア：281Gb/s パケット転送、256B パケット。 コア、IO、メモリーを 1 ソケット上で使用。

13	� システム構成：4 ノード vSAN* クラスター。 ノードごとの構成：Supermicro* SuperServer 2028U-TN24R4T+ 2 x インテル® Xeon® プロセッサー E5-2687W v4（12 コア、3GHz）、Supermicro*
サーバーボード、256GB DDR4 RAM、ブートドライブ、1 x インテル® SSD DC S3710 シリーズ （200GB、2.5 インチ）、vSAN インテル® 3D NAND クラスター：Virtual SAN SSD - 2 ディスクグループ
構成：2 x インテル® SSD DC P4600 シリーズ （1.6TB、2.5 インチ SFF）、8 x インテル® SSD DC P4500 シリーズ （4TB、2.5 インチ SFF）、vSAN インテル® 2D NAND クラスター：Virtual SAN SSD 
- 2 ディスクグループ構成：2 x インテル® SSD DC P3700 シリーズ （800GB、2.5 インチ SFF）、8 x インテル® SSD DC P3500 シリーズ （2TB、2.5 インチ SFF）、インテル® イーサネット・サーバー ・ア
ダプター X540-DA2。

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS41888916
http://www.gartner.com/newsroom/id/3142917
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14	� 3.1x、 1.2x、 2x ISA-L 構成。 インテル® Xeon® プロセッサー ・スケーラブル・ファミリー：インテル® Xeon® Platinum 8180 プロセッサー、 28C、 2.50GHz、 H0、 Neon City CRB、 12 x 16GB DDR4 
2666MT/s ECC RDIMM、 BIOS PLYCRB1.86B.0128.R08.1703242666。 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2600v4 製品ファミリー、 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650 v4、 12C、
2.20GHz、 Aztec City CRB、 4 x 8GB DDR4 2400MT/s ECC RDIMM、 BIOS GRRFCRB1.86B.0276.R02.1606020546。 オペレーティング ・ システム ： Red Hat Enterprise Linux 7.3、 カーネル
4.2.3、ISA-L 2.18、BIOS 構成、P ステート：無効、ターボ：無効、速度ステップ：無効、C ステート：無効、ENERGY_PERF_BIAS_CFG：PERF。

15	� インテル® FPGA でワークロードを最適化した場合のインテル® Xeon® プロセッサー ・スケーラブル・ファミリーと、インテル® FPGA でワークロードを最適化しない場合のインテル ® Xeon® プロセッサー ・
スケーラブル・ファミリーで測定。

16	� 最大 1.58 倍という記述は、Ghost-NodeJS ワークロードに基づきます。 1 ノード、2 x インテル® Xeon® プロセッサー E5-2699 v4、Wildcat Pass、合計メモリー 384GB、Ubuntu 16.04 LTS、Node.
js バージョン 6.9.2、MySQL Maria DB バージョン 15.1 ディストリビューション 10.0.30 を使用。 データソース：リクエスト番号：2687、ベンチマーク：Ghost-NodeJS、スコア：2308。 値が大きいほ
ど高性能。 比較対象：1 ノード、2 x インテル® Xeon® Platinum 8180 プロセッサー、Wolf Pass SKX、合計メモリー 384GB、Ubuntu 16.10、Node.js バージョン 6.9.2、MySQL Maria DB バージョン
15.1 ディストリビューション 10.0.30 を使用。 データソース：リクエスト番号：2687、ベンチマーク：Ghost-NodeJS、スコア：3647。 値が大きいほど高性能。

17	� 最大 1.77 倍という記述は、 DPDK L3 転送に基づきます。 E5-2658 v4：5 x インテル® XL710-QDA2、 DPDK 16.04。 ベンチマーク：DPDK l3fwd サンプル・アプリケーション。 比較対象：Gold 
6152：推定値は、次の構成で実施したインテルの社内テストに基づきます。 インテル® Xeon® Gold 6152 プロセッサー 2.10GHz、2 x インテル® FM10420（RRC）Gen デュアルポート 100GbE イー
サネット・コントローラー（100G ビット / カード）、2 x インテル® XXV710 PCI Express Gen デュアルポート 25GbE イーサネット・コントローラー（2 x 25G/ カード）、DPDK 17.02。 スコア：281Gb/s
パケット転送、256B パケット。 コア、IO、メモリーを 1 ソケット上で使用。

18	� 最大 2.5 倍という記述は、DPDK IPSec Seg-gw ベンチマークに基づきます。 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2658 v4、インテル® PCH C612、DDR4-2400 インテル® 895XCC 搭載 QuickAssist
アクセラレーター ・アダプター PCIe Gen3 x 8リンク、DPDK 16.11 IPSec-secgw、1420 B パケット。 インテル® DPDK 16.11 IPsec-secgw サンプル・アプリケーション。 コア、IO、パケット・バッファー ・
メモリー、プロセシング・コアを1ソケット上で使用。 6コアを1ソケット上で使用、暗号化アルゴリズム：AES-128-CBC-HMAC-SHA1。 比較対象：インテル® Xeon® Gold 6152 プロセッサー 2.10GHz、
3 x インテル® イーサネット・コントローラー X710（カード当たり 4 x 10Gbe ポート）、Lewisburg B0 QuickAssist アクセラレーター、PCIe Gen3 x 24 リンク、インテル® DPDK 17.02 IPsec-secgw、
インテル® QAT1.7.Upstream.L.1.0.0-15、 6 コアを使用。 コア、 IO、 パケット・バッファー ・メモリー、 プロセシング・コアを 1 ソケット上で使用。 6 コアを 1 ソケット上で使用、 暗号化アルゴリズム：
AES-128-CBC-HMAC-SHA1。

19	� 最大 2.4 倍という記述は、 NGINX* 使用の TLS ウェブプロキシーに基づきます。 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2658 v4、 DDR4-2133、 インテル® PCH C612、 インテル® 895XCC 搭載
QuickAssist アクセラレーター ・ アダプター PCIe Gen3 x 8 リンク、 OpenSSL-Async（0.4.9-009）+ NGINX-1.6.2（0.1.0-008）、 QAT1.6.L.2.6.0-60。 コア、 IO、 パケット ・ バッファー ・ メモリー、
プロセシング・コアを 1 ソケット上で使用。 6 コアを 1 ソケット上で使用、 12 コアを使用、 暗号化アルゴリズム：AES-128-CBC-HMAC-SHA1。 比較対象：インテル® Xeon® Gold 6152 プロセッ
サー 2.10GHz、 DDR4-2400 3 x インテル® イーサネット・コントローラー X710（カード当たり 4 x 10Gbe ポート）、 1 x インテル® イーサネット・コントローラー X710（カード当たり 2 x 10Gbe
ポート）、 PCIe x 16 ～ 2 x 8 PCIe2 分岐プラグインカード、 Lewisburg-L B1 QuickAssist アクセラレーター、 PCIe Gen3 x 24 リンク、 インテル® OpenSSL-1.0.1u + NGINX-1.9.6、 インテル® 
QAT1.7.Upstream.L.1.0.0-15。 コア、IO、パケット・バッファー ・メモリー、プロセシング・コアを 1 ソケット上で使用。 6 コアを 1 ソケット上で使用、20 コアを使用。 暗号化アルゴリズム：AES-128-
CBC-HMAC-SHA1。

20	� 推論：プラットフォーム：2S インテル® Xeon® Platinum 8180 CPU、 2.50GHz（28 コア）、 HT 無効、 ターボ無効、 スケーリング・ガバナーは intel_pstate ドライバーから「performance」 に設定、
384GB DDR4-2666 ECC RAM。 CentOS Linux リリース 7.3.1611（コア）、 Linux カーネル 3.10.0-514.10.2.el7.x86_64。 SSD ： インテル ® SSD DC S3700 シリーズ （800GB、 2.5 インチ SATA 
6Gb/s、 25nm、 MLC）。 パフォーマンス測定：使用した環境変数：KMP_AFFINITY=’granularity=fne, compact ‘, OMP_NUM_THREADS=56, CPU Freq set with cpupower frequency-set -d 
2.5G -u 3.8G –g performance。

	� ディープラーニング・フレームワーク：Caffe：（http://github.com/intel/caffe/）、リビジョン f96b759f71b2281835f690af267158b82b150b5c。 推論は「caffe time --forward_only」コマンド
で測定、トレーニングは「caffe time」コマンドで測定。 「ConvNet」トポロジーにはダミーのデータセットを使用。 その他のトポロジーについては、データをローカルストレージに保存し、トレーニング
前にメモリーにキャッシュ。 トポロジーの仕様については、以下のサイトをご覧ください。 https://github.com/intel/caffe/tree/master/models/intel_optimized_models/（GoogLeNet、AlexNet、
ResNet-50）、 https://github.com/intel/caffe/tree/master/models/default_vgg_19/ （VGG-19）、 https://github.com/soumith/convnet-benchmarks/tree/master/caffe/imagenet_
winners/（ConvNet ベンチマーク：ファイルは新しい Caffe prototxt 形式を使用するよう更新されていますが、機能は同等です）。 インテル® C++ コンパイラー ・バージョン17.0.2 20170213、インテル® 
MKL スモール・ライブラリー ・バージョン 2018.0.20170425。 Caffe は「numactl l」 で動作。

21	� トレーニング：プラットフォーム：2S インテル® Xeon® プロセッサー E5-2697 v2、2.70GHz（12 コア）、HT 有効、ターボ有効、スケーリング・ガバナーは intel_pstate ドライバーから「performance」
に設定、 256GB DDR3-1600 ECC RAM。 CentOS Linux リリース 7.3.1611（コア）、 Linux カーネル 3.10.0-514.21.1.el7.x86_64。 SSD：インテル® SSD 520 シリーズ （240GB、 2.5 インチ SATA 
6Gb/s、25nm、MLC）。

	� パフォーマンス測定 ： 使用した環境変数 ： KMP_AFFINITY=’ granularity=fne, compact,1,0 ‘, OMP_NUM_THREADS=24, CPU Freq set with cpupower frequency-set -d 2.7G -u 3.5G –
g performance。 ディープラーニング ・ フレームワーク ： Caffe ：（http://github.com/intel/caffe/）、 リビジョン b0ef3236528a2c7d2988f249d347d5fdae831236。 推論は 「caffe time 
--forward_only」コマンドで測定、 トレーニングは「caffe time」コマンドで測定。 「ConvNet」トポロジーにはダミーのデータセットを使用。 その他のトポロジーについては、 データをローカルスト
レージに保存し、 トレーニング前にメモリーにキャッシュ。 トポロジーの仕様については、 以下のサイトをご覧ください。 https://github.com/intel/caffe/tree/master/models/intel_optimized_
models/（GoogLeNet、 AlexNet、 ResNet-50）、 https://github.com/intel/caffe/tree/master/models/default_vgg_19/（VGG-19）、 https://github.com/soumith/convnet-benchmarks/
tree/master/caffe/imagenet_winners/（ConvNet ベンチマーク：ファイルは新しい Caffe prototxt 形式を使用するよう更新されていますが、機能は同等です）。 GCC 4.8.5、インテル® MKL スモール・
ライブラリー ・バージョン 2017.0.2.20170110。

22	� 最大 8.2 倍という記述は LINPACK 対応インテル® ディストリビューション ・ ベンチマークに基づきます。 1 ノード、 2 x インテル® Xeon® プロセッサー E5-2699、 インテル® サーバーボード 
S2600CP2、合計メモリー 32GB、Red Hat Enterprise Linux* 6.0（Santiago）、カーネルバージョン 2.6.32-504.el6.x86_64、LINPACK 対応インテル® ディストリビューション・ベンチマークを使用、
56000 問題サイズを使用。 スコア：366.0 GFLOPS/s。 比較対象：1 ノード、 2 x インテル® Xeon® Platinum 8180 プロセッサー、 Purley-EP（Lewisburg）、 合計メモリー 192GB、 Ubuntu 17.04、
MKL 2017 Update 2 を使用。 データソース：リクエスト番号：2535、ベンチマーク：LINPACK 対応インテル® ディストリビューション・ベンチマーク、スコア：3007.8 GFLOPS/s。 値が大きいほど高
性能。

23	� 最大 1.63 倍の利得は、Weather Research Forecasting の幾何平均に基づきます。 Conus 12Km、HOMME、LSTCLS-DYNA Explicit、INTES PERMAS V16、MILC、GROMACS water 1.5M_pme、
VASPSi256、NAMDstmv、LAMMPS、Amber GB Nucleosome、二項式オプション価格決定、ブラックショールズ、モンテカルロ・ヨーロピアン・オプション。 結果はインテル社内での分析に基づいて
推定されており、情報提供のみを目的としています。 システム・ハードウェア、ソフトウェアの設計、構成などの違いにより、実際の性能は掲載された性能テストや評価とは異なる場合があります。 性能に
関するテストに使用されるソフトウェアとワークロードは、性能がインテル® マイクロプロセッサー用に最適化されていることがあります。 SYSmark* や MobileMark* などの性能テストは、特定のコン
ピューター ・システム、コンポーネント、ソフトウェア、操作、機能に基づいて行ったものです。 結果はこれらの要因によって異なります。 製品の購入を検討される場合は、他の製品と組み合わせた場合の
本製品の性能など、ほかの情報や性能テストも参考にして、パフォーマンスを総合的に評価することをお勧めします。 詳細については、http://www.intel.com/performance/datacenter/（英語） を参
照してください。

24	�最大 2.2 倍という記述は LINPACK 対応インテル® ディストリビューション ・ ベンチマークに基づきます。 1 ノード、2 x インテル® Xeon® プロセッサー E5-2699 v4、Grantley-EP（Wellsburg）、
合計メモリー 64GB、 Red Hat Enterprise Linux* 7.0 カーネル 3.10.0-123、 MP_LINPACK 11.3.1（Composer XE 2016 U1） を使用。 データソース ： リクエスト番号 ： 1636、 ベンチマー
ク ： インテル® Optimized MP LINPACK、 スコア ： 1446.4 GFLOPS/s。 比較対象 ： 1 ノード、 2 x インテル® Xeon® Platinum 8180 プロセッサー、 Purley-EP（Lewisburg）、 合計メモリー
192GB、Ubuntu 17.04、MKL 2017 Update 2 を使用。 データソース ： リクエスト番号 ： 2535、ベンチマーク ： LINPACK 対応インテル® ディストリビューション ・ ベンチマーク、スコア ： 3007.8 
GFLOPS/s。 値が大きいほど高性能。

http://github.com/intel/caffe/
https://github.com/intel/caffe/tree/master/models/intel_optimized_models/
https://github.com/intel/caffe/tree/master/models/default_vgg_19/
https://github.com/soumith/convnet-benchmarks/tree/master/caffe/imagenet_winners/
https://github.com/soumith/convnet-benchmarks/tree/master/caffe/imagenet_winners/
http://github.com/intel/caffe/
https://github.com/intel/caffe/tree/master/models/intel_optimized_models/
https://github.com/intel/caffe/tree/master/models/intel_optimized_models/
https://github.com/intel/caffe/tree/master/models/default_vgg_19/
https://github.com/soumith/convnet-benchmarks/tree/master/caffe/imagenet_winners/
https://github.com/soumith/convnet-benchmarks/tree/master/caffe/imagenet_winners/
http://www.intel.com/performance/datacenter/


	� Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside ロゴ、3D Xpoint、Intel Optane、Xeon、Xeon Inside、Intel Xeon Phi は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子
会社の商標です。

*	� その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

	� インテル株式会社
	� 〒 100-0005 東京都千代田区丸の内 3-1-1
	� http://www.intel.co.jp/

	� ©2017 Intel Corporation. 　無断での引用、転載を禁じます。
	� 2017 年 8 月

336198-001JA
JPN/1708/PDF/SE/MKTG/YA

http://www.intel.co.jp/



